
[image: image1.emf]W002.xls


_1714833648.xls
预审部分

		

				（W002）顾客特殊要求																												文件维护记录
备注：更新的正文内容以蓝色字体显示。

																																更改记录		更改原因		更改责任人		审核责任人

				序号		项目		关注
类型		订单预审																				防呆

										信息掌握

				0		文件整理		预审		注意！！如果销售模板中有如下类似信息截图，需要核对；如果没有提供，直接预审即可，无需反馈；																						2019/5/1
2019/8/14		1.19年5月，销售王震宇主持公司内部中兴沟通会确定；
2.更改为“无信息截图，直接预审”		刘涛		周炜专

								公用		当同时满足以下三条要求时候,需指示CAM增加对准度及铣偏测试条:
1)物料编码对应开头是04015、04018;
2)层数≥6层;
3)有工艺边; (注意:当工艺边宽度＜4mm时,需要与客户确认加大工艺边宽度或不添加对准度测试条)																						2019/8月/16日正式执行		PCN要求		段会民		周炜专

				1		综合		公用		①非手机板制作附加要求（注意！！除看如下通用要求以外，客户没有指示为手机板时，附件要求同样需要满足）：																						见附件蓝色字体（2019/01/03）
更新见附件蓝色字体
（20220523）		客户下发协议变更W00220181101
660024中兴通讯2022年度技术质量要求王震宇2022-05-11顾客质量要求评审表		段会民
张友柱		周炜专

				2		标记		公用		①标记优先加在板内，如果空间不足，可以用F英文字母代替FP标记；实在无法加下时，允许将标记加在附边上；																				/

								公用		②所有板（注意：包含0层板）都要加无铅标记，如果GERBER文件中加了ROHS标记的,请将ROHS标记更改为无铅标记。（因中兴订单无喷锡表面工艺）

								公用		③客户无特殊要求时，默认周期格式：WWYY；当有特殊要求时，注意指示：“周期格式XXXX，以此为准”；

								公用		④标记优先加在顶层字符层（TO层）；如果TO层加不下，允许加在底层字符（BO层）。若无字符层, 可以加在线路或阻焊层；（注意优先顶层）																				/		新增（2019/01/03）		客户下发协议变更W00220181101		段会民		周炜专

								公用		⑤需添加Lot号（批次号），若板内加不下，则需提EQ确认																						新增（20200212）		W0022019版中兴技术质量要求王震宇2019-12-19顾客质量要求评审表		黄文奇		周炜专

								公用		⑥高速材料各厂家品牌标识在FP商标旁边或周期旁边增加，以后不要再进行EQ确认。比如使用的是联茂IT170GT，则标识I，I用圆圈圈住																						新增（20200515）
新增20220523（新增基材品牌）		W002中兴通讯高速材料标识新规王震宇2020-05-12顾客质量要求评审表 
660024中兴通讯2022年度技术质量要求王震宇2022-05-11顾客质量要求评审表		张友柱		周炜专

				3		表面工艺		预审		①表面工艺不允许按有铅喷锡；如果制板说明中要求有铅喷锡，EQ确认。																				1.表面工艺为“喷锡”，弹窗卡死

								预审		②对于非光电板，如果顾客制板说明中的表面处理为沉金+金手指（硬金）时，则直接更改为图镀铜镍金+金手指（硬金），无需确认。																				1.识别表面工艺为“沉金”，金手指有勾选，但是未勾选光电板；弹窗“非光电板，客户不允许按沉金+金手指（硬金）制作”		删除此条（20200521）		2020年5月20日与销售王经理邮件确认		张友柱		周炜专

				4		板材		公用		①不允许使用低TG板材，需使用高TG板材																				1.预审检查时，识别板材参数为“S1141”、“IT-158”时弹窗：“中兴不允许使用低TG板材；“板材参数”填写非高TG，请核实”；

								预审		②基材选用清单																						新增（20200212）
更新20220523（删除高速板材清单）		W0022019版中兴技术质量要求王震宇2019-12-19顾客质量要求评审表
660024中兴通讯2022年度技术质量要求王震宇2022-05-11顾客质量要求评审表		黄文奇
张友柱		周炜专

				5		钻孔		公用		①注意核实板内孔公差标注及板内槽设计；如下图，金属化孔（注意别看错孔属性！）公差+0.08/-0mm超我司能力, 需与顾客确认；																				1.预审检查或者Genesis分析时，弹窗：“请注意核实：①板内对单独孔公差标注要求②槽设计要求”

								公用		②孔径公差要求（单位：mm）		压接孔公差要求		特定
压接孔		孔直径大小
（预审需要指示）				孔公差				完成孔的孔壁铜厚						钻孔分析时，识别板内有对应成品孔径时，进行弹窗提醒

																d=0.45mm或0.46mm				±0.05mm				孔铜20-60μm

																d=0.34mm				±0.05mm				孔铜20-50μm

																d=0.24mm				±0.05mm				孔铜25-50μm

														常规
压接孔		孔直径大小				d≤1.6mm				d＞1.6mm

																公差要求				±0.05mm				±0.08mm

												针对0.8mm、1.6mm两个临界点公差选择，因公英制转化误差问题，统一按如下方式处理：
①金属0.8mm转化后（如0.8002mm），直接按+0.08mm/-0.05mm控制；
②其他条件下的临界点，按照更严格的选择公差即可，不用确认；																				新增（2019/7/27周炜专）		防止公英制转化误差导致公差选错，参考华为进行进一步明确；		周炜专		段会民

												非压接孔孔公差要求		孔属性		孔直径大小		d≤0.31mm		0.31＜d≤0.8mm		0.8＜d≤1.6mm		1.6＜d≤2.5mm		2.5＜d≤6.0mm		d＞6.0mm

														金属孔
（PTH）				0.05mm/-∞		±0.08mm		+0.1/-0.05mm		+0.15 /-0.05mm		+0.15/-0.05mm		+0.3 /-0.05mm

														非金属孔
(NPTH)				±0.05mm		±0.05mm		+0.08/-0.05mm		+0.1/-0.05mm		+0.1/-0.05mm		+0.3/-0.05mm

								公用		③槽孔公差按照如下控制，需要采用铣槽方式时，金属按+/-0.125mm控制，非金属按照+/-0.1mm控制。																						新增（2019/01/03）		客户下发协议变更W00220181101		段会民		周炜专

								公用		④客户对应孔设计如果是圆圈形状，注意核实孔径大小是否可以优化按钻孔制作，按对应孔公差控制，不要直接全部按铣孔制作；如果必须采用铣孔加工的，金属按+/-0.125mm控制，非金属按照+/-0.1mm控制。

								公用		⑤对不同网络的距离＜0.60mm，必须采用分段钻或跳钻等方法，确保玻纤完整																						新增20220523		660024中兴通讯2022年度技术质量要求王震宇2022-05-11顾客质量要求评审表		张友柱

				6		阻焊		公用		①绿色油墨（含绿色亚光）：中兴阻焊油墨选择规则如下，预审按照如下对照表，在报价信息“阻焊型号”中进行下拉选择:
优先选用：TAIYO PSR-4000；
允许选用：Taiyo PSR-2000、TAMURA DSR-330、台湾永胜泰 R500、Goo PSR550、Huntsman PR77C、红太HT-50；																				中兴订单，对应预审端必须有对应勾选，如果对应颜色错误，进行报红处理		更改（2019/4/2）		用客户要求取代内部规则		段会民		周炜专

										②非绿色油墨：无要求																						新增（2019/4/9）		客规遗漏信息补充明确		段会民		周炜专

				7		过孔工艺		公用		①BGA区域有测试孔（一面开小窗一面开大窗）时，BGA区域测试孔按不塞孔制作；

								公用		②如果顾客要求过孔塞孔，但这些过孔中有部分孔双面开窗，部分单面开窗，需要对应按照如下处理：
对于双面开窗的过孔，优先与客户确认按盘中孔塞孔，接受非焊接面有绿油帽；客户不同意时按半塞孔。（原因：不塞孔贴片时容易漏锡）；
对于单面开窗的过孔，需要按盘中孔塞孔,但是，需与顾客确认接受孔单边最大2mil渗油；

								公用		③表面处理为OSP时，不允许阻焊半塞孔；																				预审检查时，识别表面工艺为osp时，弹窗：“OSP工艺，不允许阻焊半塞孔”；

								公用		④为防止阻焊油墨入孔问题，对取刀刀径≤0.35mm，非阻焊塞孔的过孔，按如下规则处理（注意核实按如下取刀是否可行）：≤0.31mm双面开窗孔，因与0.05mm/-∞公差冲突问题；钻刀孔径表中不填公差，CAM备注“此板存在≤0.31mm双面开窗小孔，公差需按+0.05mm/-∞，请注意避免绿油入孔问题”																						新增（2019/04/01）
更新2019/6/27
更新2019/07/09
更新2019/11/15		技术中心解决阻焊入孔问题增加要求；

更新描述“成品孔径0.25mm”改为“≤0.25mm”

更新描述“成品孔径≤0.25mm”改为“取刀刀径<0.35mm”
增加解决：双面开窗孔，因与0.05mm/-∞公差冲突问题；钻刀中不填公差，		段会民		周炜专

										完成铜厚
(注意核实基铜对应完成铜厚)						钻孔刀径						阻焊制作方式
（填写报价信息时注意）

										完成铜厚要求＜73um						【0.3-0.35】mm
（优先取刀0.35mm）						丝印

										完成铜厚＞73um						0.35mm						丝印

																0.3mm						静电喷涂（阻焊油墨选用：PSR 2000 SP200T）

										⑤背钻塞孔要求：（背景）因背钻绿油塞孔不良，造成孔内残留药水，从而使孔壁断开造成开路或微开路；
工程按如下执行：
1）客户有明确要求绿油塞孔，不能更改为树脂塞孔，按客户要求即可；
2）客户没有明确要求绿油塞孔（注意：如下孔表指示也可理解为“没有要求”）、或者明确要求树脂塞孔的，按树脂塞孔制作，不用确认；																						新增（2019/10/23）		客户反馈质量预警，更改明确树脂塞孔要求		杜香华		周炜专

								公用		⑥板厚大于等于2.8mm单板，塞孔使用树脂塞孔																						新增20220523		660024中兴通讯2022年度技术质量要求王震宇2022-05-11顾客质量要求评审表		张友柱

				8		字符		公用		①类似如下设计白油块上焊盘，直接按掏开做，保证白油不上盘，无需确认；

				9		外形		公用		⑧桥连处的邮票孔严格按客户设计要求，桥连处没有邮票孔的按实际文件，不加邮票孔，(举例如附图：)

				10		叠层翘曲		预审		①顾客要求按如下模板提供叠层结构或叠层结构及阻抗设计进行确认；																						更新版本20220523		660024中兴通讯2022年度技术质量要求王震宇2022-05-11顾客质量要求评审表		张友柱

				11		背钻		公用		背钻深度对应的残桩需要满足以下要求，请注意计算核实；																						新增（2019/01/03）		客户下发协议变更W00220181101		段会民		周炜专

				12		阶梯槽		公用		①阶梯板的加工要求见下表所列：																						新增（2019/01/03）		客户下发协议变更W00220181101		段会民		周炜专

				13		金手指		公用		①金手指开窗要求：金手指的开窗需要按客户的GERBER文件制作，如果存在非常规金手指开窗（如金手指旁边物件露出等）等异常设计时，需要发EQ跟客户确认；

								公用		②金手指尺寸公差按照如下图所示控制，注意对应原始尺寸需要测量并截图指示生产（客户没有特殊要求时，倒斜边深度按照0.15mm+/-0.1mm控制（如图，确保最大0.25mm），角度45°+/-5°）																						新增（2019/01/03）		客户下发协议变更W00220181101		段会民		周炜专

								公用		③长短及分段金手指要求附件：																						见附件蓝色字体（2019/01/03）		客户下发协议变更W00220181101		段会民		周炜专

				14		厚铜板		公用		②厚铜板（内外所有层完成铜厚≥2OZ）测试要求:
A.耐电压测试：
顾客明确要求做耐压测试时，预审注意指示：“此板需要做耐压测试，请注意！”；如有具体耐电压测试要求时，按顾客要求指示CAM；
如果没有具体要求时，按照如下默认测试方法：
a)测试图形可以采用梳型、Y型电极，或者选择实物单板相同或者不同层的平行导线；
b）测试前无需进行回流前处理，测试条件：电压1500V，电流0.1mA,时间10s，电压每秒爬升500V到1500V维持3～5秒；

顾客没有要求做耐压测试时，不做耐电压测试，不用确认；注意指示CAM:“此板不做耐压测试”。

B.电感测试：
有线圈设计同时有电感测试要求，测试图形位置见如下图红色位置（顾客有电感值要求时，需与顾客沟通提供磁芯和参数；顾客没有电感值要求时，测试方法等同华为电感测试（具体咨询华为组工程师）；如果不做电感测试，预审对应指示相关要求）。																				中兴订单，识别发现内外层所有层1OZ以上时，指示检查提醒：“内外所有层完成铜厚≥2OZ时，需要做耐压测试；”
内外层所有层2OZ以上时，报红色；

																														参考耐压测试条件，提醒“请核实是否需要电感测试。”

				15		电源板		公用		③电源板加工要求（预审核实客户文件压缩包中“材料代码”，如果是以04015开头的板即为电源板)；如果是电源板，注意指示CAM；																				识别压缩包中“材料代码”，发现为“04015”开头，在拷贝料号进去时，弹窗提醒：“此板为电源板，请注意！”

								公用		A.电源板完成铜厚（注意包含孔铜）需满足IPC-III级标准；

								预审		厚铜电源板(定义：（内外所有层完成铜厚≥2OZ）
B1.禁止使用7628的PP；优选106，次选1080；
B2.孔壁间距≥0.65mm，可以使用2116；
B3.内层≥3OZ，不建议使用2116PP，如果使用，请注意与客户确认；
B4.层数大于等于10层时禁止采用2116以及7628的PP。 
B5.电源板层间介质层最小厚度≥88μm（3.5mil）。																				对应在叠层设计时，禁止选用		厚铜定义更改：
改前：内或外完成铜厚≥2OZ的PCB板
改后：内外所有层完成铜厚≥2OZ
（2019/01/03）		客户下发协议变更W00220181101		段会民		周炜专

						高速板		公用		④高速产品阻抗加工一致性要求。（识别为高速产品时，相关板内说明的测试要求传递给CAM）
A.高速产品识别：技术说明表中，阻抗值公差为±8%。
B.预审指示：“测试频率：Coupen测试100%测试，板内阻抗20%抽测。”(随光绘有详细说明测试具体线路文档，如下图所示)。																				1.识别阻抗公差为+/-8%，预审检查时进行提醒，高速产品，请注意客规中要求识别与传递；

						功放城堡板		公用		⑤功放城堡板需烘板整平流程，防止板子翘曲变形，绝对变形量小于等于1.0mm（客户PN号以0400207开头即功放城堡板）																						新增（20200212）		W0022019版中兴技术质量要求王震宇2019-12-19顾客质量要求评审表		黄文奇		周炜专

						家庭终端板		公用		⑥家庭终端板无要求时阻焊与字符厚度：5μm-30μm；大面积白油块厚度需在30-50μm。
当订单被定义为家庭终端板，阻焊和字符厚度按照我司标准与客户EQ确认																						新增（20211025）		中兴刚标更新王震宇2021-09-14660024民品顾客质量要求评审表		张友柱

				16		其他		公用		①PN号以04016开头的印制电路板（预审核实客户文件压缩包中“材料代码”，如果是以04016开头的板)，注意指示打叉板要求：
打叉板比例最大不超过交货数的5%；																						新增（2019/01/03）		客户下发协议变更W00220181101		段会民		周炜专

										②CAF要求:默认所有板都有CAF要求（预审注意板材只能选择IT180A或者TU-768即可）；当客户要求无卤素时，请查看联络单满足CAF要求。

										③除普通中、高Tg FR4材料外，其他的都需要增加回流焊流程，预审识别符合要求的型号传递给CAM,如碰到无法确认的材料，由工程预审提出评审																						新增（20200427）
更新20211104		ZTE TRX板沟通纪要
中兴补充标注（涨缩相关）王震宇2021-10-30660024民品顾客质量要求评审表		张友柱
张友柱		周炜专

										④孔铜要求（刚性板和刚揉板）																				非IT-180A板材，预审检查时，直接报红“非IT-180A板材，无法满足CAF要求”		新增（20200610）		W00220181101		张友柱		周炜专

										⑤P4（揉板和刚揉板）按照如下要求执行																						新增（20200622）		/		张友柱		周炜专

										⑥对于SMD定义的焊盘，需要对焊盘进行等大处理。确保同一封装下，非SMD焊盘与SMD焊盘等大（大小基本相同即可）																						新增20211025		中兴刚标更新王震宇2021-09-14660024民品顾客质量要求评审表		张友柱

										⑦0.5mm双排QFN特别要求：焊盘处阻焊开窗尺寸：A+B≥6mil；C+D≥6mil，且min（A/B/C/D）≥1mil （客户有此类要求时先内部评审后再发客户确认）																						新增20211025		中兴刚标更新王震宇2021-09-14660024民品顾客质量要求评审表		张友柱

										⑧无要求时沉孔堆角公差按0/-4°执行，此要求可能超我司能力，有此类设计的时公差按照+/-10°与客户确认																						新增20211025		中兴刚标更新王震宇2021-09-14660024民品顾客质量要求评审表		张友柱

										⑨SMT焊盘公差要求+0.08mm/-0.05mm；当0.2mm＜焊盘尺寸≤0.25mm时，±0.03mm																						新增20211025		中兴刚标更新王震宇2021-09-14660024民品顾客质量要求评审表		张友柱
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				（W002）顾客特殊要求																												文件维护记录
备注：更新的正文内容以蓝色字体显示。

																																更改记录		更改原因		更改责任人		审核责任人

				序号		项目		关注
类型		CAM制作																				防呆

										信息掌握

				1		板材

				1		综合		公用		①非手机板制作附加要求（注意！！除看如下通用要求以外，客户没有指示为手机板时，附件要求同样需要满足）：																						见附件蓝色字体（2019/01/03）
更新见附件蓝色字体
（20220523）		客户下发协议变更W00220181101
660024中兴通讯2022年度技术质量要求王震宇2022-05-11顾客质量要求评审表		段会民
张友柱		周炜专

				2		标记		公用		①标记优先加在板内，如果空间不足，可以用F英文字母代替FP标记；实在无法加下的，允许将标记加在附边上；																				/

								公用		②所有板（注意：包含0层板）都要加无铅标记，如果GERBER文件中加了ROHS标记的,请将ROHS标记更改为无铅标记。（因中兴订单无喷锡表面工艺）																				1.识别Genesis内是否有无铅标记symbol；若无，弹窗核实

								公用		③预审无特殊指示时，默认周期格式：WWYY

								公用		④标记优先加在顶层字符层（TO层）白色标记油墨丝印；如果TO层加不下，允许加在底层字符（BO层）。若无字符层, 可以加在线路或阻焊层；（注意优先顶层）																				1.周期格式非“WWYY”，Genesis提醒		新增（2019/01/03）		客户下发协议变更W00220181101		段会民		周炜专

								公用		⑤需添加Lot号（批次号），若板内加不下，则需提EQ确认																						新增（20200212）		W0022019版中兴技术质量要求王震宇2019-12-19顾客质量要求评审表		黄文奇		周炜专

								公用		⑥高速材料各厂家品牌标识在FP商标旁边或周期旁边增加，以后不要再进行EQ确认。比如使用的是联茂IT170GT，则标识I，I用圆圈圈住																						新增（20200515）
新增20220523（新增基材品牌）		W002中兴通讯高速材料标识新规王震宇2020-05-12顾客质量要求评审表 
660024中兴通讯2022年度技术质量要求王震宇2022-05-11顾客质量要求评审表		张友柱		周炜专

				3		表面工艺		CAM		①对于沉银表面工艺，CAM在ERP中沉银工序工艺备注：要求使用麦德美、乐思或德瑞勤药水；																				1.识别表面工艺为“沉银”，自动备注“使用麦德美药水”

				4		钻孔		公用		①注意核实板内孔公差标注及板内槽设计；如下图，金属化孔（注意别看错孔属性！）公差+0.08/-0mm超我司能力, 需与顾客确认；

								公用		②孔径公差要求（单位：mm）		压接孔公差要求		特定
压接孔		孔直径大小				孔公差				完成孔的孔壁铜厚（CAM“最小孔壁铜厚”填写“20um”；电镀相关工序工艺对应备注如下孔铜范围要求）						1.钻孔分析时，识别板内有对应成品孔径，未对应控制压接孔公差时，进行弹窗提醒；
2.指示检查时，提醒备注完成孔的孔铜；

																d=0.45mm或0.46mm				±0.05mm				孔铜20-60μm

																d=0.34mm				±0.05mm				孔铜20-50μm

																d=0.24mm				±0.05mm				孔铜25-50μm

														常规
压接孔		孔直径大小				d≤1.6mm				d＞1.6mm

																公差要求				±0.05mm				±0.08mm

												针对0.8mm、1.6mm两个临界点公差选择，因公英制转化误差问题，统一按如下方式处理：
①金属0.8mm转化后（如0.8002mm），直接按+0.08mm/-0.05mm控制；
②其他条件下的临界点，按照更严格的选择公差即可，不用确认；																				新增（2019/7/27）		防止公英制转化误差导致公差选错，参考华为进行进一步明确；		周炜专		段会民

												非压接孔孔公差要求		孔属性		孔直径大小		d≤0.31mm		0.31＜d≤0.8mm		0.8＜d≤1.6mm		1.6＜d≤2.5mm		2.5＜d≤6.0mm		d＞6.0mm

														金属孔
（PTH）				0.05mm/-∞		±0.08mm		+0.1/-0.05mm		+0.15 /-0.05mm		+0.15/-0.05mm		+0.3 /-0.05mm

														非金属孔
(NPTH)				±0.05mm		±0.05mm		+0.08/-0.05mm		+0.1/-0.05mm		+0.1/-0.05mm		+0.3/-0.05mm

								公用		③槽孔公差按照如下控制，需要采用铣槽方式时，金属按+/-0.125mm控制，非金属按照+/-0.1mm控制。																						新增（2019/01/03）		客户下发协议变更W00220181101		段会民		周炜专

								公用		④客户对应孔设计如果是圆圈形状，注意核实孔径大小是否可以优化按钻孔制作，按对应孔公差控制，不要直接全部按铣孔制作；如果必须采用铣孔加工的，金属按+/-0.125mm控制，非金属按照+/-0.1mm控制。

								公用		⑤对不同网络的距离＜0.60mm，必须采用分段钻或跳钻等方法，确保玻纤完整																						新增20220523		660024中兴通讯2022年度技术质量要求王震宇2022-05-11顾客质量要求评审表		张友柱

				5		线路		CAM		①泪滴要求：
A.允许在焊盘与导线连接处加泪滴；
B. ENIG+OSP板、I-Ag板：允许对宽度≤0.25mm的线在盘/线连接位(包含无孔焊盘)加泪滴；																						新增（2019/01/03）		客户下发协议变更W00220181101		段会民		周炜专

										②ERP沉铜工序备注：背光要求大于9级

				6		阻焊		公用		①绿色油墨（含绿色亚光）：中兴阻焊油墨选择规则如下，预审按照如下对照表，CAM按照如下对照表，核对制作单“油墨型号”填写是否正确；对应“油墨型号”进行填写：
优先选用：TAIYO PSR-4000；
允许选用：Taiyo PSR-2000、TAMURA DSR-330、台湾永胜泰 R500、Goo PSR550、Huntsman PR77C、红太HT-50；																				1.CAM自动关联预审端信息，自动在流程中进行备注。如果不能自动备注，弹窗进行提醒；		更改（2019/4/2）		用客户要求取代内部规则		段会民		周炜专

										②非绿色油墨：无要求																						新增（2019/4/9）		客规遗漏信息补充明确		段会民		周炜专

				7		过孔工艺		公用		①BGA区域有测试孔（一面开小窗一面开大窗）时，BGA区域测试孔按不塞孔制作；

								公用		②如果顾客要求过孔塞孔，但这些过孔中有部分孔双面开窗，部分单面开窗；
客户要求双面开窗的过孔塞孔时，优先与客户确认按盘中孔塞孔，接受非焊接面有绿油帽；客户不同意时按半塞孔。（原因：不塞孔贴片时容易漏锡）；
单面开窗按盘中孔塞孔,但是，需与顾客确认接受孔单边最大2mil渗油；

								公用		③表面处理为OSP时，不允许阻焊半塞孔；																				识别OSP表面工艺，流程中存在“半塞孔”时，弹窗卡死；

								公用		④为防止阻焊油墨入孔问题，对取刀刀径≤0.35mm，非阻焊塞孔的过孔，按如下规则处理（注意核实按如下取刀是否可行）：≤0.31mm双面开窗孔，因与0.05mm/-∞公差冲突问题；钻刀孔径表中不填公差，CAM备注“此板存在≤0.31mm双面开窗小孔，公差需按+0.05mm/-∞，请注意避免绿油入孔问题”																						新增（2019/04/01）
更新2019/6/27
更新2019/07/09
更新2019/11/15		技术中心解决阻焊入孔问题增加要求；

更新描述“成品孔径0.25mm”改为“≤0.25mm”

更新描述“成品孔径≤0.25mm”改为“取刀刀径<0.35mm”
增加解决：双面开窗孔，因与0.05mm/-∞公差冲突问题；钻刀中不填公差，		段会民		周炜专

										完成铜厚
(注意核实基铜对应完成铜厚)						钻孔刀径						阻焊制作方式
（编写MI流程时注意）

										完成铜厚要求＜73um						【0.3-0.35】mm
（优先取刀0.35mm）						丝印

										完成铜厚＞73um						0.35mm						丝印

																0.3mm						静电喷涂（阻焊油墨选用：PSR 2000 SP200T）

										⑤背钻塞孔要求：（背景）因背钻绿油塞孔不良，造成孔内残留药水，从而使孔壁断开造成开路或微开路；
工程按如下执行：
1）客户有明确要求绿油塞孔，不能更改为树脂塞孔，按客户要求即可；
2）客户没有明确要求绿油塞孔（注意：如下孔表指示也可理解为“没有要求”）、或者明确要求树脂塞孔的，按树脂塞孔制作，不用确认；																						新增（2019/10/23）		客户反馈质量预警，更改明确树脂塞孔要求		杜香华		周炜专

								公用		⑥板厚大于等于2.8mm单板，塞孔使用树脂塞孔																						新增20220523		660024中兴通讯2022年度技术质量要求王震宇2022-05-11顾客质量要求评审表		张友柱

				8		字符		公用		①类似如下设计白油块上焊盘，直接按掏开做，保证白油不上盘，无需确认；

				9		外形		公用		⑧桥连处的邮票孔严格按客户设计要求，桥连处没有邮票孔的按实际文件，不加邮票孔，(举例如附图：)

				10		coupon添加		公用		当同时满足以下三条要求时候,预审会指示增加对准度及铣偏测试条；
1)物料编码对应开头是04015、04018;
2)层数≥6层;
3)有工艺边; (注意:当工艺边宽度＜4mm时,需要与客户确认加大工艺边宽度或不添加对准度测试条)
CAM按照以下要求进行coupon添加:(来源于PCN)
1）Genesis F8脚本执行生成中兴测试条；
2)coupon测试模块添加在工艺边中间位置，与外形线相切，内层削铜一侧朝板外放置（如附图：）。（注意：若交货单元四周都有工艺边时工艺边上都要按此要求添加coupon测试模块，若厚铜板测试模块中的蚀刻字宽度需要优化满足规范能力）																						2019/8月/5日
2020/4/20		PCN要求
添加Coupon的添加方式		段会民
张友柱		周炜专

				11		背钻		公用		①背钻深度对应的残桩需要满足以下要求，请注意计算核实；																						新增（2019/01/03）		客户下发协议变更W00220181101		段会民		周炜专

				12		阶梯槽		公用		①阶梯板的加工要求见下表所列：																						新增（2019/01/03）		客户下发协议变更W00220181101		段会民		周炜专

				13		金手指		公用		①金手指开窗要求：金手指的开窗需要按客户的GERBER文件制作，如果存在非常规金手指开窗（如金手指旁边物件露出等）异常设计时，EQ确认；

								CAM		②金手指尺寸公差按照如下图所示控制，注意对应原始尺寸需要测量并截图指示生产（客户没有特殊要求时，倒斜边深度按照0.15mm+/-0.1mm控制（如图，确保最大0.25mm），角度45°+/-5°）																						新增（2019/01/03）		客户下发协议变更W00220181101		段会民		周炜专

								CAM		③为满足上述金手指宽度公差要求，技术中心评审:①须按光电板方式制作,②水金板以及铜厚≤0.5OZ基铜可以按现有方式制作,非水金板及铜厚≥1OZ基铜金手指补偿值同BGA补偿值一样；

								公用		④长短及分段金手指要求附件：																						见附件蓝色字体（2019/01/03）		客户下发协议变更W00220181101		段会民		周炜专

				14		厚铜板		公用		②厚铜板（内外所有层完成铜厚≥2OZ）测试要求:
A.耐电压测试：
预审指示做耐压测试时，如果同时有具体耐电压测试要求时，对应进行备注给生产；
如果没有具体要求时，按照如下默认测试方法：
a)测试图形可以采用梳型、Y型电极，或者选择实物单板相同或者不同层的平行导线；
b）测试前无需进行回流前处理，测试条件：电压1500V，电流0.1mA,时间10s，电压每秒爬升500V到1500V维持3～5秒；

B.电感测试：
有线圈设计同时有电感测试要求，测试图形位置见如下图红色位置（顾客有电感值要求时，预审需要提供磁芯和参数；顾客没有电感值要求时，预审同样需要提供测试方法；如果不做电感测试，预审同样需要对应指示）

				15		电源板		公用		③电源板加工要求（预审有指示时):

								公用		A.电源板完成铜厚（注意包含孔铜）需满足IPC-III级标准；

								CAM		B.对做耐电压测试的电源板，CAM在ERP耐压测试工艺备注:电压需要比要求的值高300V；																				对做耐电压测试的的电源板，识别ERP中有“耐压测试”流程中备注:电压需要比要求的值高300V

								CAM		C. 电源板，CAM进行工艺备注：塞孔油墨高度不能超过焊盘50um。

								CAM		D.电源板完成铜厚≥1.5oz时，电源板的线路转角处阻焊层厚度Z≥10μm。CAM在“阻焊”“最小拐角厚度”对应填写:10um；

								CAM		E.电源板，铜厚≥2OZ，禁止使用喷涂工艺																						新增（20200212）
删除20200601		W0022019版中兴技术质量要求王震宇2019-12-19顾客质量要求评审表		黄文奇
张友柱		周炜专

						高速板		公用		④高速板产品阻抗加工一致性要求。
A.高速产品识别：技术说明表中，阻抗要求误差为±8%。（CAM识别有此阻抗公差，预审指示无如下测试要求时，进行EQ确认）
B.CAM注意备注：“测试频率：Coupen测试100%测试，板内阻抗20%抽测”(随光绘有详细说明测试具体线路文档，如下图所示)。

						功放城堡板		公用		功放城堡板需烘板整平流程，防止板子翘曲变形，绝对变形量小于等于1.0mm（客户PN号以0400207开头即功放城堡板）																						新增（20200212）		W0022019版中兴技术质量要求王震宇2019-12-19顾客质量要求评审表		黄文奇		周炜专

				16		其他		CAM		图形位置公差备注(注意选择相对mark点距离相对最远的开窗导体，进行距离测量并截图；同时按照如下对应备注公差)
(1) 外形尺寸≤400mm时，图形到Mark公差为±3mil内。
(2) 400mm＜外形尺寸≤600mm时，图形到Mark公差为±4mil内。
(3) 外形尺寸＞600mm时，图形到Mark公差为±5mil内																						新增（2019/01/03）
更新20211025		客户下发协议变更W00220181101
中兴刚标更新王震宇2021-09-14660024民品顾客质量要求评审表		段会民
张友柱		周炜专

										⑥打叉板要求：Set中的UNIT数≤20unit时，允许有一个打叉；超过20unit时，不允许打叉板；
预审未特殊指示时，打叉板总占比最大不能超过交货数的3%																				关联填写项，进行防呆；		增加“打叉板总占比最大不能超过交货数的3%”要求（2019/01/03）		客户下发协议变更W00220181101		段会民		周炜专

								电测参数		电压≥200V，短路电阻20MΩ																						新增（20210203）		客户协议W00220181101中电测参数补充到客规中		张友柱

								共用		除普通中、高Tg FR4材料外，其他的都需要增加回流焊流程
终检工序备注：100%回流后测涨缩，涨缩值必须在中值附近才能出货，前20个批次回流后100%测涨缩，涨缩稳定后每批次抽测30%
并提供图形到MARK点的距离标注图纸给生产
涨缩管控要求：(1) 外形尺寸≤400mm时，图形到Mark公差为±3mil内。
                    (2) 400mm＜外形尺寸≤600mm时，图形到Mark公差为±4mil内。
           (3) 外形尺寸＞600mm时，图形到Mark公差为±5mil内
         (4)孔位到板边的精度要求+/-0.125mm（+/-5mil）																				非IT-180A板材，预审检查时，直接报红“非IT-180A板材，无法满足CAF要求”		新增（20200427）
更新20211104		ZTE TRX板沟通纪要
中兴补充标注（涨缩相关）王震宇2021-10-30660024民品顾客质量要求评审表		张友柱
张友柱		周炜专

										孔铜要求（刚性板和刚揉板)																				非IT-180A板材，预审检查时，直接报红“非IT-180A板材，无法满足CAF要求”		新增（20200610）		W00220181101		张友柱		周炜专

										P4（揉板和刚揉板）按照如下要求执行																						新增（20200622）		/		张友柱		周炜专

										对于SMD定义的焊盘，需要对焊盘进行等大处理。确保同一封装下，非SMD焊盘与SMD焊盘等大（大小基本相同即可）																						新增20211025		中兴刚标更新王震宇2021-09-14660024民品顾客质量要求评审表		张友柱

										SMT焊盘公差要求+0.08mm/-0.05mm；当0.2mm＜焊盘尺寸≤0.25mm时，±0.03mm																						新增20211025		中兴刚标更新王震宇2021-09-14660024民品顾客质量要求评审表		张友柱

										POFV包覆铜要求最小5μm，盖覆铜最小10μm，包覆铜延伸长度最小25μm																						新增20211025		中兴刚标更新王震宇2021-09-14660024民品顾客质量要求评审表		张友柱
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				序号		顾客PDF名称		表面处理		孔径范围（mm）		孔径公差（mm）

				1		GS163.pdf		有铅喷锡		0.3429--4.699		+0.0762/-0.0508

										4.7625--6.2484		+0.0762/-0.0508
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基材选用要求如下各表4-表6所示，禁止使用边角料、超保存期或即将超保存期板材；无铅焊接PCB板材须满足IPC-4101无铅焊接材料标准要求（如IPC-4101/99、IPC-4101/124、IPC-4101/126等）,联茂基材型号要写完整，即都要加上TC，如IT180ATC。


表4 普通FR-4基材选用清单


			基材厂家


			基材型号


			Tg / ℃


			DK


			DF


			测试频率


			测试方法/IPC-TM-650 


			选用备注





			台光 (EMC)


			EM-825


			150 (DSC)


			4.9


4.3


			0.015


0.016


			1MHz


1GHz


			2.5.5.9


			若用电源板，要求孔壁间距>0.70mm。





			


			EM-827


			175 (DSC)


			4.8


4.2


			0.018


0.019


			1MHz


1GHz


			2.5.5.9


			电源平台产品禁止选用。





			Isola


			FR-370HR


			180 (DSC)


			4.24


4.17


4.04


3.92


3.92


			0.0150


0.0161


0.0210


0.0250


0.0250


			100MHz


1GHz


2GHz


5GHz


10GHz


			2.5.5.3


2.5.5.9


2.5.5.5


2.5.5.5


			无





			


			FR185HR


			175 (DSC)


			4.07


			0.0188


			1GHz


			2.5.5.5


			电源板禁用





			生益 (SYL)


			S1000


			155 (DSC)


			4.9


			0.011


			1GHz


			2.5.5.9


			S1000的PP型号名称为S1000B





			


			S1000-2


			180 (DSC)


			4.8


			0.013


			1GHz


			2.5.5.9


			无





			


			S1000-2M


			180(DSC)


			4.6


			0.018


			1GHz


			2.5.5.3


			





			


			S1000H


			160 (DSC)


			4.6


			0.011


			1GHz


			2.5.5.9


			





			


			S1190


			185(DSC）


			4.2


			0.015


			1GHz


			2.5.5.9


			非电源板





			台耀 (TUC)


			TU-668


			150 (DSC)


			4.4


			0.018


			1GHz


			2.5.5.9


			无





			


			TU-662


			150 (DSC)


			4.3


			0.018


			1GHz


			2.5.5.9


			





			


			TU-768


			180 (DSC)


			4.4


			0.019


			1GHz


			2.5.5.9


			无





			


			TU-865


			200 (DSC)


			4.6


			0.0016


			1GHz


			2.5.5.9


			





			联茂 (ITEQ)


			IT-158TC


			155 (DSC)


			4.3


4.3


4.2


4.1


4.0


			0.016


0.016


0.017


0.018


0.019


			1MHz


1GHz


2GHz


5GHz


10GHz


			2.5.5.9


2.5.5.9


2.5.5.9


2.5.5.13


2.5.5.13


			若用电源板，要求孔壁间距>0.70mm





			


			IT-180ATC


			175 (DSC)


			4.4


4.4


4.2


4.1


4.0


			0.015


0.015


0.015


0.016


0.017


			1MHz


1GHz


2GHz


5GHz


10GHz


			2.5.5.9


2.5.5.9


2.5.5.9


2.5.5.13


2.5.5.13


			





			


			IT-180ITC


			170(DSC)


			4.3


			0.012


			1GHz


			--


			





			宏仁


			GA-150-LL


			155(DSC)


			4.5


			0.0160


			1GHz


			2.5.5.13


			





			


			GA-170-LL


			175(DSC)


			4.4


			0.0185


			1GHz


			2.5.5.13


			





			建滔


			KB-6160A


			130(DSC)


			4.2


			0.0170


			1GHz


			2.5.5.13


			家庭信息终端





			


			KB-6160


			130(DSC)


			4.2


			0.0170


			1GHz


			2.5.5.13


			家庭信息终端





			


			KB-6165F


			150 (DSC)


			4.6


			0.016


			1GHz


			2.5.5.13


			家庭信息终端





			上海南亚


			NY2150


			150℃(DSC)


			


			


			


			


			





			


			NY2170


			170℃(DSC


			


			


			


			


			





			华正新材


			H150LF


			150℃(DSC


			4.70


			0.016


			1GHz


			2.5.5.13


			电源板禁用





			


			H1170


			170℃(DSC


			4.70


			0.016


			1GHz


			2.5.5.13


			电源板禁用





			台湾南亚


			NP-175F


			170℃(DSC


			4.0


			0.013


			1GHz


			2.5.5.13


			





			超声


			GW1500


			159(DSC)


			4.6


			0.013


			1MHz


			IPC-4101B/21


			家庭信息终端





			金宝


			HRM-4150


			153(DSC)


			4.7


			0.020


			1GHz


			2.5.5.13


			家庭信息终端














表5 无卤基材选用清单


			普通无卤基材选用清单





			基材厂家


			基材型号


			Tg / ℃


			DK


			DF


			测试频率


			测试方法/IPC-TM-650 (or as noted)





			台光 (EMC)


			EM-285


			150 (TMA)


			4.8


4.3


			0.007


0.011


			1MHz


1GHz


			2.5.5.9





			


			EM-370(5)


			155 (DSC)


			4.81


4.31


			0.009


0.013


			1MHz


1GHz


			2.5.5.9





			松下 (Panasonic)


			R-1566V


			--


			--


			--


			--


			--





			


			R-1566(W)


			148 (DSC)


			4.9


4.61


			0.010


0.010


			1MHz


1GHz


			2.5.5.9





			


			R-1566WN


			--


			--


			--


			--


			--





			南亚 (Nan Ya)


			NPGN-150LKHD


			150


(DSC)


			4.2


			0.011


			1GHz


			2.5.5.9





			


			NPG-150N


			170 (DMA)


			4.6


4.1


			0.016


0.012


			1MHz


1GHz


			2.5.5.9





			生益 (SYL)


			S1155


			140 (DSC)


			4.7


			0.010


			1MHz


			SPDR





			


			S1150G


			155 (DSC)


			4.9


4.6


			0.009


0.011


			1MHz


1GHz


			SPDR





			日立化成(Hitachi Chemical)


			MCL-BE-67G(H)


			140-150 (TMA)


			4.8-5.0


4.3-4.5


			0.006-0.007


0.009-0.011


			1MHz


1GHz


			2.5.5.9





			


			MCL-BE-67G(R)


			--


			--


			--


			--


			--





			台耀 (TUC)


			TU-747HF


			150(TMA)


			4.5


4.3


			0.009


0.010


			1MHz


1GHz


			LCR meter


HP4291B





			联茂 (ITEQ)


			IT-140G


			155 (DSC)


			4.3


4.3


4.2


4.1


4.1


			0.012


0.013


0.013


0.014


0.014


			1MHz


1GHz


2GHz


5GHz


10GHz


			2.5.5.9


2.5.5.9


2.5.5.9


2.5.5.13


2.5.5.13





			


			IT-150G


			155 (DSC)


			4.5


4.5


4.4


4.3


4.3


			0.011


0.011


0.012


0.012


0.013


			1MHz


1GHz


2GHz


5GHz


10GHz


			2.5.5.9


2.5.5.9


2.5.5.9


2.5.5.13


2.5.5.13





			Low Dk 无卤基材选用清单（Tg、DK、DF均为实测值）





			基材厂家


			基材型号


			Tg / ℃


			DK


			DF


			测试频率


			测试方法/IPC-TM-650 (or as noted)





			台光


			EM-355D


			156.32


			3.82


			0.0137


			1GHZ


			2.5.5.9





			


			EM-355E


			152.02


			3.68


			0.0087


			1GHZ


			2.5.5.9





			台耀


			TU-747LK


			155.21


			3.68


			0.0086


			1GHZ


			2.5.5.9





			联茂


			IT-168G


			154.32


			3.65


			0.0052


			1GHZ


			2.5.5.9





			DOOSAN


			DS8402


			159.2


			3.65


			0.0081


			1GHZ


			2.5.5.9











表6 埋容材料选用清单


			材料系列


			材料型号


			频率


			电容密度


			DK


			DF


			耐压值(VDC)


			介质层厚度(μm)





			C-ply


			C-ply


			1GHz


			6.4 nF/in2


			16


			0.03


			>100


			14





			


			C-ply19


			1GHz


			6.2 nF/in2


			21


			0.03


			>100


			19





			BCXXTM


			BC8TM


			1MHz


			1.13 nF/cm2


			10.5


			0.020


			>100


			8





			


			


			1GHz


			1.05 nF/cm2


			10


			0.021


			


			





			


			


			3 GHz


			1.05 nF/cm2


			10


			0.021


			


			





			


			


			10 GHz


			1.03 nF/cm2


			9.8


			0.021


			


			





			


			BC12TM


			1MHz


			0.65 nF/cm2


			10


			0.015


			>100


			12
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共用部分：


1. 标记:


1) 标记包括厂标、生产周期、UL标志、防静电标记，防静电标记优先以白色油墨添加，若是无丝印设计时，可以用蚀刻或阻焊开窗方式作标示，要求距离其他图形50mil。同时丝印字符厚度需≤35μm。；


2) 公司标记优先采用油墨印在TOP面，如果TOP面印不下，可印在BOT面；


3) 如果采用蚀刻标记添加，蚀刻标记到周围导体间距≥0.2mm；


2. 钻孔：


1) 阶梯孔（注：客户无要求时，按如下默认制作）：



			序号


			检验项目


			要求





			1


			大孔孔径与小孔孔径（d1、d2）


			孔径及孔径公差与常规PCB保持一致





			2


			深度公差


			下图，默认需控制小孔深度I1，公差为+/-0.15mm;





			3


			大孔钻头角度


			默认130度








[image: image1.png]







3. 表面工艺：


1) 对于OSP+沉金工艺的板，若存在有插件孔要求做OSP的，将这些插件孔及焊盘更改为沉金工艺（有贴片的盘中孔除外）,不用确认；


4. 线路制作：


1) BGA区域物件处理：测试盘相关要求


A） BGA焊盘与测试孔之间需要保证阻焊桥；


B） 注意BGA区域过孔取刀大小参考下表：
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5. 过孔工艺:


1) 过孔工艺按照客户说明制作，对于客户设计不规则异常情况需确认；


2) 对双面未开窗过孔、孔径≤0.4mm(15.7mil)均按照塞孔处理；


3) 盘中孔处理方式：


A）SMT焊盘上的过孔不可以超过2个，如果没有要求塞孔，则要从焊盘另外一面塞孔处理；


B）SMT焊盘上如果有多于2个的过孔，需要采用树脂塞孔制作；


6. 阻焊:


1) 0.4mmQFP(QFP:指四角芯片,具体可百度详细了解)特别要求：


A）对于1OZ铜厚焊盘间有阻焊桥，焊盘宽度需要≥0.18mm，如果焊盘设计大于0.2mm，允许削盘，保证阻焊桥；


B）对于1OZ以上铜厚，焊盘间可不做阻焊桥，焊盘宽度需要保证≥0.23mm；


2) 对于细间距器件，pitch中心距≥0.4mm必须保证阻焊桥；


7. 外形、拼板:


1) 图纸或者GERBER文件中有标注外形尺寸公差的，以标注的公差控制；图纸或者GERBER文件中未标注公差的，按照下表控制（单位：mm）


			边长


			L≤100


			100＜L≤300


			L>300





			极限偏差


			+/-0.125


			+/-0.15


			+/-0.2








2) v-cut余厚及公差，图纸无特殊要求时，按照下表控制：
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3) 金手指板，类似如下图，顾客在金手指区域外形尺寸公差为+/-0.10mm时，需要抓图纸指示生产（具体附图说明如下）：
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8. 文件优先级原则:


1) 当各种文件的相同要求发生冲突时，按照以下优先级顺序执行：


A） PCB工程确认；



B） 该板的技术更改通知单；


C） 统一的技术更改通知单或下发给供应商的有效期内的临时执行规范；


D） PCB光绘文件；


E） 《部分客户要求》；


F） 该顾客验收标准；


G） IPC相关规范；


9. 翘曲：


1) 顾客无要求时，按如下表中：
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2) 当翘曲度小于等于0.5%时,板任意一个角翘曲高度≤1.5mm，检验翘曲度时取两者之间最小值;



注意：



A)在ERP翘曲计算软件中计算出的对于理论翘曲＜0.1%的板子直接制作;



B)在ERP翘曲计算软件中计算出的对于理论翘曲≥0.1%的板子，先发技术中心评审后，再和客户EQ确认；


10. 中兴订单常规问题处理办法：



			钻孔


			是否反馈





			1) 如非特殊注明，CAM文件中指明的孔径值一律视为成品孔径；孔径表中孔径如果有特殊标注公差，制造时需要满足公差要求，如果没有标注公差或者公差标注为+/-0.00，即无特殊控制公差要求，孔径公差符合相关规范即可。


			不反馈





			2) 若CAM文件中没有注明孔是否金属化，则供方可将线路焊盘与孔等大、且无电气连接性能的孔当作NPTH处理。


			不反馈





			3) 对钻孔文件或孔径图中有重孔时，若相同的孔重叠，则删除重叠的孔；若不同的孔重叠，则保留大孔，删除重叠的小孔。


			不反馈





			4) 允许供方对顾客 CAM文件中提供的非规范元件孔和过孔孔径进行适量调整，但应保证成品孔孔径在设计文件和验收规范要求的公差范围内。


			不反馈





			5) 非金属化孔(NPTH)内层有PAD时,可以去除。如果非金属化孔钻在内层大铜面上,可以自行添加比孔单边大0.25mm （10mil）的clearance，保证孔壁不露铜。


			不反馈





			[image: image6.png]




6) 对于有邮票孔的板，若无注明，对于0.6≤板厚≤1.0mm，邮票孔按孔径1.0mm，相邻孔中心距1.4mm加工，对于板厚＞1.0mm，邮票孔按孔径1.0mm，相邻孔中心距1.3mm加工，一组5个孔来处理。对于板厚＜0.6mm，则板厚每减少0.1mm，邮票孔孔边缘距离相应增加0.08mm。如果供方无法判断，反馈确认。如图所示





			不反馈








			线路


			是否反馈





			1) 对线路层上尺寸为0的元素，应反馈给顾客确认。


			确认





			2) 对PCB线路菲林上的一些断开的线头（指布线后留下的非功能的线路），按GERBER文件制作，宽度小于8mil的线头允许直接去除,不反馈。


			不反馈





			3) 如顾客方提供的制造图上技术要求或合同上没有单独指明需要保留内层孤立焊盘（即非功能焊盘），则按照不保留处理，厂家不必反馈给顾客确认，可以自行删除。


			不反馈





			4) 当多层板内层铜面离板边距离小于0.3mm(12mil)时，允许刮铜离距离保持0.3mm(12mil)，V-CUT板，允许移动或刮铜保证离边距离0.50mm(20mil)，避免内层露铜。不必反馈给顾客确认。


			不反馈





			5) 若外层线路铜离板边距离小于0.25mm(10mil)时，则允许局部移动或刮铜保证离边距离达到0.3mm(12mil)；如须做V-CUT，则允许移动或刮内外层铜保证离边距离0.50mm(20mil)。


			不反馈





			6) 无特别说明情况，非金属化孔(NPTH)对应走线层上的焊盘，可刮去；如NPTH孔落在大铜皮上，允许刮铜得到0.25mm（10mil）左右的干膜封孔圈。


			不反馈





			7) 所有NPTH孔到线路的距离不小于0.20mm(8mil)，如顾客 CAM文件中违背此规则，PCB厂家可以通过局部移动走线进行修改，但此修改需反馈给顾客确认。


			确认





			8) 焊盘与导线的连接面积太小时，允许厂家在接触部分增加泪滴（tear-drop），达到增加连接面积的效果，无须反馈顾客确认。泪滴的添加   方法可由供方决定，推荐的泪滴的要求如下： 过孔环宽0.2mm(8mil)以下，连接线0.25mm(10mil)以下，允许添加泪滴； 泪滴宽边宽度为过孔焊盘直径90%-50%范围内,和焊盘相切，如图；
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			不反馈





			9) 铺铜网格间隙≤0.3mm（12mil）可填实。


			不反馈





			10)若GERBER文件中没有注明孔是否金属化，则供方可将线路焊盘与孔等大、且无电气连接性能的孔当作NPTH处理。


			不反馈





			11)当提供给供方的文件中有外形图时，外形图上标有“禁布线区”且有尺寸要求，但GERBER文件有线路图形在此标注的区域内，需反馈给顾客确认。


			确认





			12)顾客 PCB设计通常符合下列制造工艺要求： 通孔焊盘的直径≥成品元件孔孔径+0.4mm(16mil)；过孔孔径≤φ0.3mm可接受负公差；线宽≥0.1 (mm)4mil，BGA处局部达到0.075mm(3mil)；线到焊盘的间距（Clearance）≥0.13(5mil)，BGA处局部0.1mm(4mil)；负片方式的电（Power）、地（Gnd）层数据格式；平面层隔离盘直径大于成品孔径0.9mm(34mil),BGA处局部平面层隔离盘直径大于成品孔径0.7mm(24mil)。


[image: image8.emf]


制造厂家为保证制造良产率，可以在合适的基础上对顾客 CAM数据中超出上述工艺能力处进行局部修正


			不反馈








			阻焊


			是否反馈





			1) 若非金属化孔开窗露线，则允许修改非金属化孔开窗，以保证不露铜；当非金属化孔文件未开窗时，允许为其开合适的阻焊窗。


			不反馈





			2) 对金手指板，若金手指单个焊盘开窗，则可修改为开满窗；距金手指顶端1mm(40mil)范围内的过孔作盖绿油处理或者过孔上接受2种表面处理。


			不反馈





			3) 若金手指顶部与其附近的焊盘开窗距离＜0.5mm(20mil)，反馈给顾客确认。


			反馈








			字符


			是否反馈





			1) 板外或完全落于孔内的字符一律做删除处理。


			不反馈





			2) 字符有重叠时，少量则允许移位；多则反馈给顾客。


			确认





			3) 字符允许上过孔焊盘，如有字符部分入孔（即非全部落于孔内）且数量较多时、造成字符无法辨认时，应反馈给顾客。


			确认





			4) 字符不允许上元件孔焊盘和SMT焊盘，字符很少部分上焊盘允许供方微调字符位置、刮字符，但应保证字符可辨认。


			不反馈





			5) 若有丝印（字符或者图形）在非焊盘的喷锡面上，则按GERBER文件制作，允许丝印上喷锡面。


			不反馈





			6) 字符高度不足0.5mm(20mil)，无法加工或者无法识别，反馈顾客确定。


			确认





			7) 字符边缘距线路焊盘≤0.2mm(8mil)时允许字符缺损。


			不反馈








图纸名称定义：


   外形图：指用 AutoCAD、PRO/E 等非EDA 软件设计的PCB 外形尺寸图，通常文件的后缀为dwg、pdf等；



   钻孔图：指包含孔径表、且标注 PCB 外形尺寸的图，通常在CAM 文件包内；



   拼板图：指用 AutoCAD 等非EDA 软件设计、通常电子文件的后缀为dwg、pdf 的图纸，但其中包含PCB 的拼板信息，如多拼板或者增加了工艺边；


			外形（未单独提供外形图时）


			是否反馈





			1) 若钻孔图无孔到边尺寸标注，则一律按GERBER文件测出数据加工。


			不反馈





			2) 对尺寸标注不对称公差的，需要供方计算标称尺寸，且满足公差要求，确实无法满足要求反馈顾客确认。


			确认





			3) 对于PCB制造数据中没有提到的厚度公差要求的PCB，板厚1mm以下的板厚公差按+/-0.1mm，1mm以上的板厚公差按+/-10%。


			不反馈





			4) 钻孔图标注的尺寸与GERBER文件中尺寸不一致，如果该尺寸是到板边要素的尺寸，不一致的尺寸范围在+/-0.05mm内，按钻孔图要求加工（以标注尺寸要素为基准，移动板外形，目的是为了防止板框outline绘制时出现微小差错）；不一致尺寸范围在+/-0.05mm之外，请反馈顾客确认。如果不能确定，请反馈顾客确认。


			确认





			5) 钻孔图中要求未注公差按GB/T1804-f控制，同时图纸上又要求按中兴SPEC Q/ZX 12.201.1接收。忽略GB/T 1804-f的公差要求，所有≤6mm尺寸的未注公差按照+/-0.1mm公差控制，尺寸>6mm的未标注尺寸的公差可按+/-0.15mm公差控制。


			不反馈





			6) 钻孔图中指示某些孔要求为特殊公差（例如标注”Ф3.5+0.08/-0”及”Ф3.2+0.08/-0”各一处），实际GERBER中可能不止一个该孔孔径，顾客接受板内此类孔公差全部按+0.08/-0mm控制


			不反馈





			7) 钻孔图中标注的尺寸与GERBER文件中尺寸不一致，如果该尺寸是板内要素之间的尺寸（如孔到孔），请反馈顾客确认。


			确认





			8) 若板内或者拼板边无足够的非金属化孔作加工定位孔时，则允许在非线路的基材区域加非沉铜孔，且相应刮铜皮，保证不露铜。但必须知会顾客。拼版边上可以直接添加，不需反馈。


			知会





			9) 若钻孔图中有内圆角标注尺寸时，按标注要求加工。若钻孔图中无内圆角，且必须要内圆角才能加工时，允许内圆角最大为R0.8mm。不需反馈。


			不反馈





			10)删除


			知会





			11)中兴检验规范不允许分段或长短金手指底部引线残留超过0.1mm，对于中兴这两类金手指板按常规加引线方法无法满足要求 


			评审








			外形（有提供外形图时，除适用无外形图的一般情况外，还需要满足下表）


			是否反馈





			1) 若外形图无孔到边数据，则一律按GERBER文件测出数据。


			不反馈





			2) 对提供外形图的情况，若外形图中标为非金属化孔而加工文件中却为金属化孔的情况，如果焊盘尺寸不大于孔径又无连线，按非金属化孔处理。


			不反馈





			3) 外形图中标注的尺寸与GERBER文件中尺寸不一致，如果该尺寸是到板边要素的尺寸（如孔到边），不一致的尺寸范围在+/-0.05mm内，按GERBER文件要求加工，不一致尺寸范围在+/-0.05mm之外，请反馈顾客确认。


			确认





			4) 外形图中标注的尺寸与GERBER文件中尺寸不一致，如果该尺寸是板内要素之间的尺寸（如孔到孔），按照GERBER文件加工。如果圆角尺寸和外形图标注不一致，按照GERBER文件加工。外形图中无标注尺寸按GERBER文件加工。


			不反馈





			5) 若外形图中圆角和钻孔图不一致，按照外形图加工。


			不反馈








			反光点


			是否反馈





			1) 对外层线路上的孤立的对位光学基准点，要求为其加内径≥Φ3mm的保护铜环。如果可确保孤立的对位光学基准点的品质, 可以按照原稿制作。


			不反馈





			2) 光学定位点焊盘开窗露线，则允许移线或切除上线部分开窗，以保证导线不露铜；若光学定位点焊盘开窗露铜皮，则允许刮掉铜皮或切开窗。


			不反馈








			处理原则


			是否反馈





			1) 如出现PCB加工以外的文件在PCB制造数据压缩包中，可以不予理会该文件，如“bottom_probe.tap”文件。


			不反馈





			2) CAM文件技术要求中如果有阻抗控制要求，但供方没有发现需要控制的线，请反馈。


			反馈





			3) CAM文件技术要求中写明某种要求，但实际不存在该要求的条件时，不予理会该要求，如有些板子技术要求中有BGA下过孔处理的要求，但该板并没未发现BGA器件。


			不反馈





			4) 若板上有breakaway tab时，允许在breakaway tab上加阻流块（内层）和辅助电镀块（外层），但应保证板分离后边缘不露铜。


			不反馈





			5) 若无特殊标明，允许在字符层添加PCB厂家标记、生产日期和UL标记。


			不反馈





			6) 如板上无防静电标识，在字符层增加防静电标识。


			不反馈





			7) 拼板图中的PCB编码及版本号与GERBER不一致时，以GERBER为准。


			不反馈





			8) 拼板图中有图形，但与GERBER不一致，以GERBER为准。


			不反馈





			9) 板中外直角，为了避免包装损坏，允许将外直角改为按照R1.0及以下圆角加工制作。


			不反馈





			10)当不更改PCB编码而更新GERBER文件时，有时不会重新提供新的拼板图纸，且资料中又无特别说明是否更新拼板方式，拼板按照上一次图纸加工。


			不反馈





			11)当单元内无位置加阻抗追踪编号,允许板厂自行决定不加或者加在工艺边上。


			不反馈








11. 金属基板



1) 功放开槽尺寸公差+/-0.1mm；


2) 槽深尺寸公差+/-0.1mm；


3) 金属基板的定位孔削铜不可超过0.8mm；


4) 单面铝基板最大翘度度0.2%，双面及多层铝基板最大翘曲度0.4%；


5) 双面铝基板要求介质层厚度设计≥10mil，若光绘文件中有设计8mil的，则需向客户提出必须≥10mil



预审部分：


1. 预审时注意，顾客提供了Gerber和ODB++各一套，当调入Gerber时遇到SIP（自交叉Surface）时，修复SIP后需要与ODB++进行比较。ODB++文件主要用于SIP比对基准，如果在Input时发现其它不确定的问题，需与顾客确认；


2. 没有特别要求，不做网络分析，客户提供的IPC-356A网络表可以忽略；


3. 叠层与阻抗要求：



1） 保证层压后层间绝缘层厚度（包括芯板和半固化片）要求≥0.1mm(4mil)。当绝缘材料厚度＜0.1mm(4mil)时，必须保证≥0.05mm(2mil)；



2） 必须严格按顾客要求进行阻抗控制，改变设计文件叠层的PCB的阻抗控制方案必须得到顾客确认。同时阻抗板，顾客一般对于PCB层间结构有明确要求，PCB厂家可在15%范围调整。若同时要求阻抗及介电层要求时，如无法同时满足，供方在优先满足阻抗基础上调整介电层厚度，并将叠层方案发顾客确认；



3） 阻抗板，若设计文件对介电层厚度没有规定，供方根据阻抗控制要求设计叠层后必须发顾客确认；



4） 阻抗板GERBER中无指定阻抗线，但有与指定阻抗线差别很小的线宽，对于差别≤0.1mil的，直接替代制作，不需要反馈；


CAM部分： 无




Stack-up


			       叠层 Stack-up  


			客户要求 Customer Requirement									供应商建议 Supplier proposal


			层数                  Layer			铜厚、板料和P片
Copper,Core and Prepreg			介质层厚度               Dielectric Thickness			成品铜厚、板料和P片
Copper,Core and Prepreg			成品介质层厚度                    Dielectric Thickness			成品介质层厚度公差 Tolerance			基材供应商名称      Supplier name			铜箔类型
Copper foil type


									单位 Unit：mil


作者:   可以根据需要选择英制或公制单位。若左右单位不一致，请点击“单位转换按钮”。						单位 Unit：mil


作者:   可以根据需要选择英制或公制单位。若左右单位不一致，请点击“单位转换按钮”。


			01TOP.art			1oz+plating						1oz+plating


						PP(2116)			4.0			PP(106（RC？)*2)			3.80						ITEQ IT180ATC


			02G01P.art			1oz						1oz


						CORE			4.0			CORE			4.33						ITEQ IT180ATC


			03IS01.art			1oz						1oz


						PP(2116)			4.0			PP(106(RC?)+1080(RC?))			4.10						ITEQ IT180ATC


			04IS02.art			1oz						1oz


						CORE			4.0			CORE			4.33						ITEQ IT180ATC


			05G02P.art			1oz						1oz


						PP(2116)			4.0			PP(106(RC?)+1080(RC?))			4.10						ITEQ IT180ATC


			06V01P.art			1oz						1oz


						CORE			6.0			CORE			4.33						ITEQ IT180ATC


			07V02P.art			1oz						1oz


						PP(2116)			4.0			PP(106(RC?)+1080(RC?))			4.40						ITEQ IT180ATC


			08G03P.art			1oz						1oz


						CORE			4.0			CORE			4.33						ITEQ IT180ATC


			09IS03.art			1oz						1oz


						PP(2116)			4.0			PP(106(RC?)+1080(RC?))			4.10						ITEQ IT180ATC


			10IS04.art			1oz						1oz


						CORE			4.0			CORE			4.33						ITEQ IT180ATC


			11G04P.art			1oz						1oz


						PP(2116)			4.0			PP(106(RC?)+1080(RC?))			3.80						ITEQ IT180ATC


			12BOTTOM.art			1oz+plating						1oz+plating


			设计厚度（Design Thickness）						1.6+/-0.16mm


			完成厚度（Finished Thickness）						1.6+/-0.16mm


			阻焊品牌型号（SolderMask）						PSR 4000 G23K





			Impedance Control Required:





			单线-线宽、阻抗、参考层控制信息:


			层标识			设计线宽(Mil)			设计阻抗(Ω)			调整线宽(Mil)Adjusting the Cable Width			调整阻抗(Ω) Adjust the impedance			参考层
Reference Layer			Dk


			l1			7			40+/-10%			6.6			40+/-4Ω			2


			l1			5			50+/-10%			4.1			50+/-10%			2


			…			…			…			…			…			…





			差分线-线宽/线距、阻抗、参考层控制信息:


			层标识			设计线宽(Mil)			设计阻抗(Ω)			调整线宽(Mil)Adjusting the Cable Width			调整阻抗(Ω)Adjust the impedance			参考层
Reference Layer			Dk


			l1			6.00/6.00			85+/-10%			4.80/7.20			85+/-10%			2


			l1			4.20/7.80			95+/-10%			3.80/8.20			95+/-10%			2


			…			…			…			…			…			…
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1.CAM需提供手指尺寸图纸，方便生产测量以上相关数据用


2.分级分段金手指关键尺寸要求如下：（注意：如下偏公差CAM制作时要求需要将金手指）


a) 金手指宽度公差±0.025mm，偶有尺寸超公差≤3um，不作为拒收条件。


b) 短金手指长度公差+0.15mm-0，长金手指公差不作要求，见图42（b）。


c) 金手指中心到板边的距离公差为±0.1mm。


d) 金手指区域的 PCB 宽度公差为±0.1mm。


e) 双排金手指的短金手指，绿油开窗最外侧板边距离≥4.3mm，具体见图 43。



f) 分段金手指间隙为 0.2mm+0.05/-0.1mm


        [image: image1.png]UFRERTN & FREKpEax T W
AL o

5 +0. 15mm—0 BEKHETFIEK
BEARTER

INFE,
SPRRELE:  ogpmnosiminm
+ BB AZENEO0. lom

EFRKEAE
+0. 15mm-0

S48 PCB A% £0.1
(b

HRIFF

(a)








          [image: image2.png]MHEEFHEOES
Fo&, LRITE RSN
BRI 8E B =4. 3mm

43 WHE FIENE L FIEGEHFEER








3. 无残留引线或残留引线长度≤0.1mm
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共用部分：


1. 标记:


1) 标记包括厂标、生产周期、UL标志、防静电标记，防静电标记优先以白色油墨添加，若是无丝印设计时，可以用蚀刻或阻焊开窗方式作标示，要求距离其他图形50mil。同时丝印字符厚度需≤35μm。；


2) 公司标记优先采用油墨印在TOP面，如果TOP面印不下，可印在BOT面；


3) 如果采用蚀刻标记添加，蚀刻标记到周围导体间距≥0.2mm；


2. 钻孔：


1) 阶梯孔（注：客户无要求时，按如下默认制作）：



			序号


			检验项目


			要求





			1


			大孔孔径与小孔孔径（d1、d2）


			孔径及孔径公差与常规PCB保持一致





			2


			深度公差


			下图，默认需控制小孔深度I1，公差为+/-0.15mm;





			3


			大孔钻头角度


			默认130度
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3. 表面工艺：


1) 对于OSP+沉金工艺的板，若存在有插件孔要求做OSP的，将这些插件孔及焊盘更改为沉金工艺（有贴片的盘中孔除外）,不用确认；


4. 线路制作：


1) BGA区域物件处理：测试盘相关要求


A） BGA焊盘与测试孔之间需要保证阻焊桥；


B） 注意BGA区域过孔取刀大小参考下表：


[image: image2.png]







5. 过孔工艺:


1) 过孔工艺按照客户说明制作，对于客户设计不规则异常情况需确认；


2) 对双面未开窗过孔、孔径≤0.4mm(15.7mil)均按照塞孔处理；


3) 盘中孔处理方式：


A）SMT焊盘上的过孔不可以超过2个，如果没有要求塞孔，则要从焊盘另外一面塞孔处理；


B）SMT焊盘上如果有多于2个的过孔，需要采用树脂塞孔制作；


6. 阻焊:


1) 0.4mmQFP(QFP:指四角芯片,具体可百度详细了解)特别要求：


A）对于1OZ铜厚焊盘间有阻焊桥，焊盘宽度需要≥0.18mm，如果焊盘设计大于0.2mm，允许削盘，保证阻焊桥；


B）对于1OZ以上铜厚，焊盘间可不做阻焊桥，焊盘宽度需要保证≥0.23mm；


2) 对于细间距器件，pitch中心距≥0.4mm必须保证阻焊桥；


7. 外形、拼板:


1) 图纸或者GERBER文件中有标注外形尺寸公差的，以标注的公差控制；图纸或者GERBER文件中未标注公差的，按照下表控制（单位：mm）


			边长


			L≤100


			100＜L≤300


			L>300





			极限偏差


			+/-0.125


			+/-0.15


			+/-0.2








2) v-cut余厚及公差，图纸无特殊要求时，按照下表控制：
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3) 金手指板，类似如下图，顾客在金手指区域外形尺寸公差为+/-0.10mm时，需要抓图纸指示生产（具体附图说明如下）：
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8. 文件优先级原则:


1) 当各种文件的相同要求发生冲突时，按照以下优先级顺序执行：


A） PCB工程确认；



B） 该板的技术更改通知单；


C） 统一的技术更改通知单或下发给供应商的有效期内的临时执行规范；


D） PCB光绘文件；


E） 《部分客户要求》；


F） 该顾客验收标准；


G） IPC相关规范；


9. 翘曲：


1) 顾客无要求时，按如下表中：
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2) 当翘曲度小于等于0.5%时,板任意一个角翘曲高度≤1.5mm，检验翘曲度时取两者之间最小值;



注意：



A)在ERP翘曲计算软件中计算出的对于理论翘曲＜0.1%的板子直接制作;



B)在ERP翘曲计算软件中计算出的对于理论翘曲≥0.1%的板子，先发技术中心评审后，再和客户EQ确认；


10. 中兴订单常规问题处理办法：



			钻孔


			是否反馈





			1) 如非特殊注明，CAM文件中指明的孔径值一律视为成品孔径；孔径表中孔径如果有特殊标注公差，制造时需要满足公差要求，如果没有标注公差或者公差标注为+/-0.00，即无特殊控制公差要求，孔径公差符合相关规范即可。


			不反馈





			2) 若CAM文件中没有注明孔是否金属化，则供方可将线路焊盘与孔等大、且无电气连接性能的孔当作NPTH处理。


			不反馈





			3) 对钻孔文件或孔径图中有重孔时，若相同的孔重叠，则删除重叠的孔；若不同的孔重叠，则保留大孔，删除重叠的小孔。


			不反馈





			4) 允许供方对顾客 CAM文件中提供的非规范元件孔和过孔孔径进行适量调整，但应保证成品孔孔径在设计文件和验收规范要求的公差范围内。


			不反馈





			5) 非金属化孔(NPTH)内层有PAD时,可以去除。如果非金属化孔钻在内层大铜面上,可以自行添加比孔单边大0.25mm （10mil）的clearance，保证孔壁不露铜。


			不反馈
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6) 对于有邮票孔的板，若无注明，对于0.6≤板厚≤1.0mm，邮票孔按孔径1.0mm，相邻孔中心距1.4mm加工，对于板厚＞1.0mm，邮票孔按孔径1.0mm，相邻孔中心距1.3mm加工，一组5个孔来处理。对于板厚＜0.6mm，则板厚每减少0.1mm，邮票孔孔边缘距离相应增加0.08mm。如果供方无法判断，反馈确认。如图所示





			不反馈








			线路


			是否反馈





			1) 对线路层上尺寸为0的元素，应反馈给顾客确认。


			确认





			2) 对PCB线路菲林上的一些断开的线头（指布线后留下的非功能的线路），按GERBER文件制作，宽度小于8mil的线头允许直接去除,不反馈。


			不反馈





			3) 如顾客方提供的制造图上技术要求或合同上没有单独指明需要保留内层孤立焊盘（即非功能焊盘），则按照不保留处理，厂家不必反馈给顾客确认，可以自行删除。


			不反馈





			4) 当多层板内层铜面离板边距离小于0.3mm(12mil)时，允许刮铜离距离保持0.3mm(12mil)，V-CUT板，允许移动或刮铜保证离边距离0.50mm(20mil)，避免内层露铜。不必反馈给顾客确认。


			不反馈





			5) 若外层线路铜离板边距离小于0.25mm(10mil)时，则允许局部移动或刮铜保证离边距离达到0.3mm(12mil)；如须做V-CUT，则允许移动或刮内外层铜保证离边距离0.50mm(20mil)。


			不反馈





			6) 无特别说明情况，非金属化孔(NPTH)对应走线层上的焊盘，可刮去；如NPTH孔落在大铜皮上，允许刮铜得到0.25mm（10mil）左右的干膜封孔圈。


			不反馈





			7) 所有NPTH孔到线路的距离不小于0.20mm(8mil)，如顾客 CAM文件中违背此规则，PCB厂家可以通过局部移动走线进行修改，但此修改需反馈给顾客确认。


			确认





			8) 焊盘与导线的连接面积太小时，允许厂家在接触部分增加泪滴（tear-drop），达到增加连接面积的效果，无须反馈顾客确认。泪滴的添加   方法可由供方决定，推荐的泪滴的要求如下： 过孔环宽0.2mm(8mil)以下，连接线0.25mm(10mil)以下，允许添加泪滴； 泪滴宽边宽度为过孔焊盘直径90%-50%范围内,和焊盘相切，如图；


[image: image7.png]







			不反馈





			9) 铺铜网格间隙≤0.3mm（12mil）可填实。


			不反馈





			10)若GERBER文件中没有注明孔是否金属化，则供方可将线路焊盘与孔等大、且无电气连接性能的孔当作NPTH处理。


			不反馈





			11)当提供给供方的文件中有外形图时，外形图上标有“禁布线区”且有尺寸要求，但GERBER文件有线路图形在此标注的区域内，需反馈给顾客确认。


			确认





			12)顾客 PCB设计通常符合下列制造工艺要求： 通孔焊盘的直径≥成品元件孔孔径+0.4mm(16mil)；过孔孔径≤φ0.3mm可接受负公差；线宽≥0.1 (mm)4mil，BGA处局部达到0.075mm(3mil)；线到焊盘的间距（Clearance）≥0.13(5mil)，BGA处局部0.1mm(4mil)；负片方式的电（Power）、地（Gnd）层数据格式；平面层隔离盘直径大于成品孔径0.9mm(34mil),BGA处局部平面层隔离盘直径大于成品孔径0.7mm(24mil)。


[image: image8.emf]


制造厂家为保证制造良产率，可以在合适的基础上对顾客 CAM数据中超出上述工艺能力处进行局部修正


			不反馈








			阻焊


			是否反馈





			1) 若非金属化孔开窗露线，则允许修改非金属化孔开窗，以保证不露铜；当非金属化孔文件未开窗时，允许为其开合适的阻焊窗。


			不反馈





			2) 对金手指板，若金手指单个焊盘开窗，则可修改为开满窗；距金手指顶端1mm(40mil)范围内的过孔作盖绿油处理或者过孔上接受2种表面处理。


			不反馈





			3) 若金手指顶部与其附近的焊盘开窗距离＜0.5mm(20mil)，反馈给顾客确认。


			反馈








			字符


			是否反馈





			1) 板外或完全落于孔内的字符一律做删除处理。


			不反馈





			2) 字符有重叠时，少量则允许移位；多则反馈给顾客。


			确认





			3) 字符允许上过孔焊盘，如有字符部分入孔（即非全部落于孔内）且数量较多时、造成字符无法辨认时，应反馈给顾客。


			确认





			4) 字符不允许上元件孔焊盘和SMT焊盘，字符很少部分上焊盘允许供方微调字符位置、刮字符，但应保证字符可辨认。


			不反馈





			5) 若有丝印（字符或者图形）在非焊盘的喷锡面上，则按GERBER文件制作，允许丝印上喷锡面。


			不反馈





			6) 字符高度不足0.5mm(20mil)，无法加工或者无法识别，反馈顾客确定。


			确认





			7) 字符边缘距线路焊盘≤0.2mm(8mil)时允许字符缺损。


			不反馈








图纸名称定义：


   外形图：指用 AutoCAD、PRO/E 等非EDA 软件设计的PCB 外形尺寸图，通常文件的后缀为dwg、pdf等；



   钻孔图：指包含孔径表、且标注 PCB 外形尺寸的图，通常在CAM 文件包内；



   拼板图：指用 AutoCAD 等非EDA 软件设计、通常电子文件的后缀为dwg、pdf 的图纸，但其中包含PCB 的拼板信息，如多拼板或者增加了工艺边；


			外形（未单独提供外形图时）


			是否反馈





			1) 若钻孔图无孔到边尺寸标注，则一律按GERBER文件测出数据加工。


			不反馈





			2) 对尺寸标注不对称公差的，需要供方计算标称尺寸，且满足公差要求，确实无法满足要求反馈顾客确认。


			确认





			3) 对于PCB制造数据中没有提到的厚度公差要求的PCB，板厚1mm以下的板厚公差按+/-0.1mm，1mm以上的板厚公差按+/-10%。


			不反馈





			4) 钻孔图标注的尺寸与GERBER文件中尺寸不一致，如果该尺寸是到板边要素的尺寸，不一致的尺寸范围在+/-0.05mm内，按钻孔图要求加工（以标注尺寸要素为基准，移动板外形，目的是为了防止板框outline绘制时出现微小差错）；不一致尺寸范围在+/-0.05mm之外，请反馈顾客确认。如果不能确定，请反馈顾客确认。


			确认





			5) 钻孔图中要求未注公差按GB/T1804-f控制，同时图纸上又要求按中兴SPEC Q/ZX 12.201.1接收。忽略GB/T 1804-f的公差要求，所有≤6mm尺寸的未注公差按照+/-0.1mm公差控制，尺寸>6mm的未标注尺寸的公差可按+/-0.15mm公差控制。


			不反馈





			6) 钻孔图中指示某些孔要求为特殊公差（例如标注”Ф3.5+0.08/-0”及”Ф3.2+0.08/-0”各一处），实际GERBER中可能不止一个该孔孔径，顾客接受板内此类孔公差全部按+0.08/-0mm控制


			不反馈





			7) 钻孔图中标注的尺寸与GERBER文件中尺寸不一致，如果该尺寸是板内要素之间的尺寸（如孔到孔），请反馈顾客确认。


			确认





			8) 若板内或者拼板边无足够的非金属化孔作加工定位孔时，则允许在非线路的基材区域加非沉铜孔，且相应刮铜皮，保证不露铜。但必须知会顾客。拼版边上可以直接添加，不需反馈。


			知会





			9) 若钻孔图中有内圆角标注尺寸时，按标注要求加工。若钻孔图中无内圆角，且必须要内圆角才能加工时，允许内圆角最大为R0.8mm。不需反馈。


			不反馈





			10)删除


			知会





			11)中兴检验规范不允许分段或长短金手指底部引线残留超过0.1mm，对于中兴这两类金手指板按常规加引线方法无法满足要求 


			评审








			外形（有提供外形图时，除适用无外形图的一般情况外，还需要满足下表）


			是否反馈





			1) 若外形图无孔到边数据，则一律按GERBER文件测出数据。


			不反馈





			2) 对提供外形图的情况，若外形图中标为非金属化孔而加工文件中却为金属化孔的情况，如果焊盘尺寸不大于孔径又无连线，按非金属化孔处理。


			不反馈





			3) 外形图中标注的尺寸与GERBER文件中尺寸不一致，如果该尺寸是到板边要素的尺寸（如孔到边），不一致的尺寸范围在+/-0.05mm内，按GERBER文件要求加工，不一致尺寸范围在+/-0.05mm之外，请反馈顾客确认。


			确认





			4) 外形图中标注的尺寸与GERBER文件中尺寸不一致，如果该尺寸是板内要素之间的尺寸（如孔到孔），按照GERBER文件加工。如果圆角尺寸和外形图标注不一致，按照GERBER文件加工。外形图中无标注尺寸按GERBER文件加工。


			不反馈





			5) 若外形图中圆角和钻孔图不一致，按照外形图加工。


			不反馈








			反光点


			是否反馈





			1) 对外层线路上的孤立的对位光学基准点，要求为其加内径≥Φ3mm的保护铜环。如果可确保孤立的对位光学基准点的品质, 可以按照原稿制作。


			不反馈





			2) 光学定位点焊盘开窗露线，则允许移线或切除上线部分开窗，以保证导线不露铜；若光学定位点焊盘开窗露铜皮，则允许刮掉铜皮或切开窗。


			不反馈








			处理原则


			是否反馈





			1) 如出现PCB加工以外的文件在PCB制造数据压缩包中，可以不予理会该文件，如“bottom_probe.tap”文件。


			不反馈





			2) CAM文件技术要求中如果有阻抗控制要求，但供方没有发现需要控制的线，请反馈。


			反馈





			3) CAM文件技术要求中写明某种要求，但实际不存在该要求的条件时，不予理会该要求，如有些板子技术要求中有BGA下过孔处理的要求，但该板并没未发现BGA器件。


			不反馈





			4) 若板上有breakaway tab时，允许在breakaway tab上加阻流块（内层）和辅助电镀块（外层），但应保证板分离后边缘不露铜。


			不反馈





			5) 若无特殊标明，允许在字符层添加PCB厂家标记、生产日期和UL标记。


			不反馈





			6) 如板上无防静电标识，在字符层增加防静电标识。


			不反馈





			7) 拼板图中的PCB编码及版本号与GERBER不一致时，以GERBER为准。


			不反馈





			8) 拼板图中有图形，但与GERBER不一致，以GERBER为准。


			不反馈





			9) 板中外直角，为了避免包装损坏，允许将外直角改为按照R1.0及以下圆角加工制作。


			不反馈





			10)当不更改PCB编码而更新GERBER文件时，有时不会重新提供新的拼板图纸，且资料中又无特别说明是否更新拼板方式，拼板按照上一次图纸加工。


			不反馈





			11)当单元内无位置加阻抗追踪编号,允许板厂自行决定不加或者加在工艺边上。


			不反馈








11. 金属基板



1) 功放开槽尺寸公差+/-0.1mm；


2) 槽深尺寸公差+/-0.1mm；


3) 金属基板的定位孔削铜不可超过0.8mm；


4) 单面铝基板最大翘度度0.2%，双面及多层铝基板最大翘曲度0.4%；


5) 双面铝基板要求介质层厚度设计≥10mil，若光绘文件中有设计8mil的，则需向客户提出必须≥10mil



预审部分：


1. 预审时注意，顾客提供了Gerber和ODB++各一套，当调入Gerber时遇到SIP（自交叉Surface）时，修复SIP后需要与ODB++进行比较。ODB++文件主要用于SIP比对基准，如果在Input时发现其它不确定的问题，需与顾客确认；


2. 没有特别要求，不做网络分析，客户提供的IPC-356A网络表可以忽略；


3. 叠层与阻抗要求：



1） 保证层压后层间绝缘层厚度（包括芯板和半固化片）要求≥0.1mm(4mil)。当绝缘材料厚度＜0.1mm(4mil)时，必须保证≥0.05mm(2mil)；



2） 必须严格按顾客要求进行阻抗控制，改变设计文件叠层的PCB的阻抗控制方案必须得到顾客确认。同时阻抗板，顾客一般对于PCB层间结构有明确要求，PCB厂家可在15%范围调整。若同时要求阻抗及介电层要求时，如无法同时满足，供方在优先满足阻抗基础上调整介电层厚度，并将叠层方案发顾客确认；



3） 阻抗板，若设计文件对介电层厚度没有规定，供方根据阻抗控制要求设计叠层后必须发顾客确认；



4） 阻抗板GERBER中无指定阻抗线，但有与指定阻抗线差别很小的线宽，对于差别≤0.1mil的，直接替代制作，不需要反馈；


CAM部分： 无
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1.CAM需提供手指尺寸图纸，方便生产测量以上相关数据用


2.分级分段金手指关键尺寸要求如下：


a) 金手指宽度公差±0.025mm，偶有尺寸超公差≤3um，不作为拒收条件。


b) 短金手指长度公差+0.15mm-0，长金手指公差不作要求，见图42（b）。


c) 金手指中心到板边的距离公差为±0.1mm。


d) 金手指区域的 PCB 宽度公差为±0.1mm。


e) 双排金手指的短金手指，绿油开窗最外侧板边距离≥4.3mm，具体见图 43。



f) 分段金手指间隙为 0.2mm+0.05/-0.1mm
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3. 无残留引线或残留引线长度≤0.1mm





